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Abstrak

Setiap industri kini berusaha dan bersaing untuk mendapatkan perhatian dan
kepercayaan dari konsumen di tengah persaingan. Salah satu cara yang dilakukan
adalah melalui usaha peningkatan kualitas produk dan pengembangan teknologi.
Teknologi yang maju merupakan suatu cara dalam menjaga eksistensi usaha
ditengah persaingan usaha yang semakin Kketat, setiap perusahaan berlomba untuk
memperhatikan kualitas produksinya. PT PCI Internasional menggunakan mesin
printing GKG sebagai salah satu teknologi mengenai cara atau menyusun
komponen-komponen elektronika secara lansung pada permukaan PCB (Printed
Circuit Boards) printer ini terdapat masalah pada prosesnya untuk menjalankan
sebagain jenis model yakni CG203-3182, disamping jenis materialnya yang kecil
dan bahan bakunya yang sering masalah dan dilihat dari jumlah reject yang ada
penyebabnya paling besar bersumber dari printer GKG. Hal ini yang dilakukan
oleh peneliti untuk memperkecil jumlah reject yang terjadi pada proses cognex,
melakukan improverment pada mesin printing GKG menjalankan proses produksi
model CG203-3182. Maka diperlukan Jig untuk mengurangi cacat produk perlu
dilakukan perbaikan dalam mengantisipasi persaingan industri modern maka
proses produksi di pandang sebagai suatu perbaikan terus-menerus (Continuous
improvement) Ada pun variabel yang di teliti ini mesin GKG. Metode yang
digunakan FMEA untuk mengetahui sumber defect yang paling banyak dengan
pengumpulan data ke lapangan secra lansung dan poka yoke untuk desain alat
bantu jig yang baru. Kegunaan FMEA adalah tindakan yang dilakukan terhadap
nilai RPN yang tinggi kemungkinan ditemukan, maka peninjauan proses item
yang kritikal untuk menetukan nilai Severity, Accurance,Detection Risk Priority
Number ( S.0.D).Penelitian ini selama minggu ke5 sampai minggu ke 27 setelah
melakukan perbaikan sehingga dapat solusi perbaikan. Dengan metode ini
berdasarkan data di lapangan pada alat bantu jig yang baru dapat menurunkan
reject yang bersumber dari mesin printer GKG dari 2.35% menjadi 0.41%

Kata kunci : FMEA, RPN,Akar Masalah,dan Penyelesaian



Abstrack

Every industry is now trying and competing to get the attention and trust from
consumers in the midst of competition. One way that is done is through efforts to
improve product quality and technology development. Advanced technology is a
way of maintaining the existence of business amid increasingly fierce business
competition, every company competes to pay attention to the quality of its
production. PT PCI International uses GKG printing machines as one of the
technologies on how to or arrange the electronic components directly on the PCB
(Printed Circuit Boards) surface of this printer there is a problem in the process
to run a kind of model that is CG203-3182, in addition to its small material type
and its raw materials are often a problem and seen from the number of rejects
that have the greatest cause sourced from GKGprinters. This is done by
researchers to minimize the number of rejects that occur in the process of cognex,
improverment on GKG printing machine running the production process model
CG203-3182. So Jig needed to reduce product defect needs to be done in order to
anticipate the modern industrial competition, the production process in view as a
continuous improvement (Continuous improvement) There are also variables in
this mature machine MPD. The method used by FMEA to find out the most source
of defect by collecting data to the field directly and poka yoke for the design of
new jig tools. The use of FMEA is the action taken on the high value of RPN likely
to be found, then review the process of critical items to determine the Severity,
Accurance, Detection Risk Priority Number (SOD) value. This study is during the
5th week until the 27th week after making the improvement so the solution repair.
With this method based on field data on new jig tools can lower reject sourced
from GKG printer machine from 2.35% to 0.41%

Keyword : FMEA,RPN,Root Cause,Action Taken.
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